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[Table_Summary] 报告摘要： 

 市场整体下跌，半导体上涨4.49% 

上周（2021/10/22-2021/10/29）市场整体下跌，半导体指数上涨 4.49%。其中：半导体

设计+4.0%、半导体制造-0.8%、半导体封测-1.1%、半导体材料 +1.1%、半导体设备+2.3%、

功率半导体+2%。上周费城半导体指数上涨，涨幅为 1.69%，台湾半导体指数上周上涨

1.17%，截至上周（2021/10/29），A股半导体公司总市值达 31,779 亿元，环比+1.49%，

对应 2021 年整体 PE 为 57.59 倍。 

 三季报业绩高增，设计与功率板块领衔 

设计：行业高景气持续+国产替代，行业迎来黄金窗口期，Q3 单季归母净利同比增速在

-120.95%-11539.41%区间。晓程科技同增 11539%，居设计行业首位。MCU 方面，兆易创

新 Q3 单季归母净利润 8.62 亿元，同比+179%；中颖电子 Q3 归母净利润 1.2 亿元，同比

+104%；模拟龙头圣邦股份 Q3 归母净利润 1.9 亿元，同比+86%，位于业绩预告期间上限。

CIS 龙头韦尔股份 Q3 归母净利润 12.8 亿元，同比+73%，高于业绩预告区间中值。 

封测：高景气持续，封测厂产线持续满载，Q3 单季归母净利增速在-4.04%-130.22%区

间。其中华天科技同增 132%，居封测行业首位。 

设备：持续受益于国内产线扩产，Q3 单季归母净利增速在 42%-341.02%区间。其中长川

科技同增 341%，居设备行业首位。设备龙头北方华创 Q3 归母净利润 3.48 亿元，同比

+144%。 

材料：国产替代加速，Q3 单季归母净利增速在-115%-3420%区间，南大光电 Q3 归母净

利润同增 3412%，居材料行业首位，硅片领军企业立昂微 Q3 归母净利润同增 257%，部

分材料企业由于上游原材料价格上涨和限电的影响，21Q3 业绩并未完全释放，未来随着

不利因素的逐渐缓解和国产替代加速，半导体材料企业业绩有望迎来持续增长。 

功率：行业高景气持续&国产替代加速，Q3 单季归母净利增速在-40%-6040%区间，华微

电子同增 6031%，领跑功率板块。斯达半导、士兰微、新洁能均实现业绩大幅增长，继

续看好下游需求高增长、国产替代加速的 IGBT 高景气“赛道”。 

 投资建议 
持续推荐：韦尔股份、兆易创新、斯达半导、时代电气、芯源微。 

 风险提示 
下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度

持续不及预期。 

 

 

 全文基本格式说明 

报告正文全文字体大小为 10 号，中文为楷体，英文为及数字为 Times New Roman。报

告全文正文为固定行距 18 磅。其他未说明的标题、图表题注等按照已有样式应用。 

 关于摘要要点的具体要求 

[Table_ProfitDetail] 盈利预测与财务指标 

代码 重点公司 
现价 EPS PE 

评级 
10 月 29 日 2020A 2021E 2022E 2020A 2021E 2022E 

603501 韦尔股份 266 3.11 5.19 7.36 85 51 36 推荐 

603986 兆易创新 170 1.32 2.92 4.21 128 58 40 推荐 

603290 斯达半导 400 1.13 2.18 3.03 354 184 132 推荐 

688187 时代电气 54 1.75 1.60 2.04 31 34 26 推荐 

688037 芯源微 197 0.58 1.10 1.99 339 180 99 推荐 

资料来源：公司公告、民生证券研究院 

[Table_Invest] 

推荐 维持评级 
 

[Table_QuotePic] 行业与沪深 300 走势比较 

 

资料来源：Wind，民生证券研究院 
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[Table_docReport] 相关研究 

1.【民生电子】半导体周跟踪：三季报

持续披露，兑现国产替代与高景气逻辑 

2.【民生电子】半导体周跟踪：三季报

陆续披露，高增长逻辑再次兑现（更正

报告） 
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[Table_Title] 电子行业   

行业研究/周报 

三季报业绩高增，看好国产替代景气持续 

             —电子行业周报 20211101 

 电子行业周报 2021 年 11 月 01 日 
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1 行情回顾：市场整体下跌，半导体上涨 4.49% 

    上周（2021/10/22-2021/10/29）市场整体下跌，沪深 300 指数下跌 1.03%，上证综指下

跌 2.18%，深证成指下跌 0.29%，创业板指数上涨 2.00%，中信电子上涨 0.83%，半导体指数上

涨 4.49%。其中：半导体设计+4.0%、半导体制造-0.8%、半导体封测-1.1%、半导体材料+1.1%、

半导体设备+2.3%、功率半导体+2%。 

上周费城半导体指数上涨，涨幅为 1.86%，2021/1/1-2021/10/29 涨幅为 22.79%。台湾半

导体指数上周下跌 0.66%，2021/1/1-2021/10/29 涨幅为 15.34%。 

图1: 费城半导体指数持续上涨 
 

图2: 全球半导体月度销售额及增速 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                   资料来源：wind，民生证券研究院 

图3: A 股半导体指数 
 

图4: 台湾半导体指数 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 
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图5: 2021-10-29 细分板块估值情况 
 

图6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 

注：PE=最近市值/2021 年 wind 一致预期净利润 

注：PB=最近市值/2021 年 wind 一致预期净资产 

上周（2021/10/22-2021/10/29）半导体行业涨幅前五公司为思瑞浦（+26.47%）、晓程科

技（+24.63%）、国科微（+24.52%）、澜起科技（+15.32%）和闻泰科技（+12.00%），涨幅后五

的公司敏芯股份（-20.12%）、乐鑫科技（-15.90%）、上海贝岭（-15.66%）、华润微（-10.55%）

和国民技术（-10.00%）。 

 

图7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司 
 

图8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 
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截至上周（2021/10/29），A股半导体公司总市值达 31,779 亿元，环比+1.49%。其中：设

计板块公司总市值 12,459 亿元，环比+2.90%；制造板块公司总市值 7,594 亿元，环比-0.9%；

设备板块公司总市值 5,374 亿元，环比+2.2%；材料板块公司总市值 4,555 亿元，环比+1.7%；

封测公司总市值 1,797 亿元，环比-0.6%。 

图9: A 股半导体板块公司总市值（十亿元） 
 

图10: A 股半导体设计板块公司总市值（十亿元） 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 

图11: A 股半导体设制造块公司总市值（十亿元） 
 

图12: A 股半导体设备板块公司总市值（十亿元） 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 

图13: A 股半导体材料板块公司总市值（十亿元） 
 

图14: A 股半导体封测板块公司总市值（十亿元） 

 

 

 

资料来源：wind，民生证券研究院                                    资料来源：wind，民生证券研究院 
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注 1：2017/2/20 富瀚微（300613.SZ）上市（影响当月市值 63 亿） 

注 2：2017/4/17 长传科技（300604.SZ）上市（影响当月市值 26 亿） 

注 3：2017/5/4 韦尔股份（603501.SH）上市（影响当月市值 95 亿） 

注 4：2017/6/6 圣邦股份（300661.SZ）上市（影响当月市值 44 亿） 

注 5：2017/6/15 江丰电子（300666.SZ）上市（影响当月市值 42 亿） 

注 6：2017/7/12 国科微（300672.SZ）上市（影响当月市值 32 亿） 

注 7：2017/7/28 中科信息（300678.SZ）上市（影响当月市值 12 亿） 

注 8：2019/4/15 博通集成（603068.SH）上市（影响当月市值 69 亿） 

注 9：2019/6/18 卓胜微（300782.SZ）上市（影响当月市值 111 亿） 

注 10：2019/7/22 乐鑫科技（688018.SH）上市（影响当月市值 132 亿） 

注 11：2019/7/22 澜起科技（688008.SH）上市（影响当月市值 874 亿） 

注 12：2019/7/22 中微公司（688012.SH）上市（影响当月市值 473 亿） 

注 13：2019/7/22 安集科技（688019.SH）上市（影响当月市值 103 亿） 

注 14：2019/8/8 晶晨股份（688099.SH）上市（影响当月市值 358 亿） 

注 15：2019/11/20 清溢光电（688138.SH）上市（影响当月市值 41 亿） 

注 16：2019/12/16 芯源微（688012.SH）上市（影响当月市值 62 亿） 

注 17：2019/12/23 聚辰股份（688123.SH）上市（影响当月市值 87 亿） 

注 18：2019/12/26 华特气体（688268.SH）上市（影响当月市值 53 亿） 

注 19：2020/2/7 瑞芯微（603893.SH）上市（影响当月市值 240 亿） 

注 20：2020/2/18 华峰测控（688200.SH）上市（影响当月市值 155 亿） 

注 21：2020/4/20 沪硅产业-U（688126.SH）上市（影响当月市值 398 亿） 

注 22：2020/6/16 金宏气体（688106.SH）上市（影响当月市值 262 亿） 

注 23：2020/7/16 中芯国际（688981.SH）上市（影响当月市值 6115 亿） 

注 24：2020/7/22 芯朋微（688508.SH）上市（影响当月市值 176 亿） 

注 25：2020/8/10 敏芯股份（688286.SH）上市（影响当月市值 72 亿） 

注 26：2020/8/18 芯原股份-U（688521.SH）上市（影响当月市值 560 亿） 

注 27：2020/9/11 立昂微（688126.SH）上市（影响当月市值 393 亿） 

注 28：2020/9/21 思瑞浦（688536.SH）上市（影响当月市值 203 亿） 

注 29：2020/9/28 芯海科技（688595.SH）上市（影响当月市值 62 亿） 

注 30：2020/11/11 利扬芯片（688135.SH）上市（影响当月市值 78 亿） 

 

上周（2021/10/22-2021/10/29）沪/深股通总体增持半导体板块。沪/深股通持股市值前

20 的企业中，12 家企业获增持，8家企业被减持。增持金额前三公司为士兰微（8.3 亿元）、

晶盛机电（3.9 亿元）、斯达半导（3.6 亿元），减持金额前三公司为韦尔股份（-4.1 亿元）、

卓胜微（-3.5 亿元）、三安光电（-3.3 亿元）。 
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图15: 沪/深股通半导体板块持仓情况（按持股市值排名） 

 

 

注：此表中沪（深）股通持股市值=沪（深）股通持股数量*上周交易均价，数据更新截止于 2021/10/29； 

资料来源：wind，民生证券研究院 

国内下游需求整体持续增长。根据海关总署最新数据显示，2021 年 9 月我国集成电路进

口额为 2703.22 亿元，同增 25.95%；半导体生产设备进口额 97.25 亿元，同增 178.52%；处理

器及控制器进口额为 1136.99 亿元，同增 8.52%；存储器进口额为 645.97 亿元，同增 7.60%；

放大器进口额为 74.41 亿元，同减 21.25%。2021 年 1 月-9 月，上述进口数据普遍同比增长，

反应国内需求仍在不断增大。 

图16: 集成电路月度进口数据 

 

 

资料来源：海关总署，民生证券研究院 
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图17: 集成电路-半导体生产设备月度 
 

图18: 集成电路-处理器及控制器月度 

 

 

 

资料来源：海关总署，民生证券研究院                                    资料来源：海关总署，民生证券研究院 

图19: 集成电路-存储器月度进口数据 
 

图20: 集成电路-放大器月度进口数据 

 

 

 

资料来源：海关总署，民生证券研究院                                    资料来源：海关总署，民生证券研究院 

Q4 各类芯片交货周期延续此前态势。我们对比了各类产品 19Q1、20Q1 和 21Q1-Q4 的交

货周期，其中模拟芯片正常交货周期在 12-20 周，目前为 12-52+周；连接类芯片正常交货周期

在 12-16 周，目前为 18-52 周；MCU 正常交货周期在 10-16 周，目前为 26-52+周；存储类正

常交货周期在 6-14 周，目前为 12-54 周；功率器件正常交货周期在 6-12 周，目前为 12-52 周。

PCB 元件交货周期趋于稳定，但个别产品如：汽车连接器、PCB 连接器、RF 连接器和 FFC/FPC

交货周期仍有拉长趋势。此外，被动元件正常交货周期在 12-20 周，目前为 12-52 周。 

表1: 各类产品交货周期和价格情况（天） 

大类 公司 产品名字 19Q1 20Q1 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 货期趋势 价格趋势 

模拟 

恩智浦 

传感器 12-30 12-30 16-32 16-52 16-52 16-52 

↑ ↑ 接口 10-12 10-12 14-16 36-52 36-52 36-52 

汽车模拟和电源芯片 20 20 20-26 45-52 45-52 45-52 

英飞凌 

传感器 8-39 8-39 8-39 18-38 18-52 18-52 

↑ ↑ 交换式稳压器 18-20 25 25 20-52+ 20-52+ 20-52+ 

汽车模拟和电源芯片 25 22-24 22-24 45-52 45-52 45-52 

意法半导体 

传感器 14-20 14-26 20-24 26-34 26-34 26-34 

↑ ↑ 信号链(放大器和数据

转换器) 
12-24 10-12 14-16 30-35 35-42 35-43 
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多源模拟/电源 12-24 6-8 12-20 12-24 12-24 12-24 

交换式稳压器 12-24 10-12 10-26 12-26 12-26 12-26 

汽车模拟和电源芯片 25 22-24 22-24 40-52 40-52 40-52 

瑞萨 

信号链(放大器和数据

转换器) 
  16-18 16-18 16-18 40-50 

↑ 

↑ 

计时器   20 20 20 50 ↑ 

接口   16-18 18-20 28-30 40-50 → 

交换式稳压器   16-18 18-24 18-24 40-50 ↑ 

连接 

恩智浦 

多协议/芯片解决方案  12-14 30-32 52 52 52 ↑ 

↑ 收发器/接收器 8-10 8-10 8-10 24 24 24 → 

无线射频识 10-12 10-12 10-12 52 52 26-52 
↑ 

高功率集成电路 18 18 18 26 26 52 

英飞凌 蓝牙模块  10-12 26-30 26-30 26-30 26-30 ↑ ↑ 

意法半导体 

蓝牙模块 12-16 12-16 20-26 30-40 30-40 30-40 

↑ ↑ 收发器/接收器    52 52 52 

无线射频识别 8-10 8-10 8-10 16-18 16-18 20-26 

微芯 

无线网络模块 18-20 18-20 20-24 24-26 24-26 24-26 
↑ 

↑ 蓝牙模块 18-20 18-20 20-24 24-26 24-26 24-26 

收发器/接收器 14-16 14-16 14-16 18-20 18-20 18-20 → 

MCU 

恩智浦 
8 位 14-16 14-16 26 

26-52 26-52  ↑ ↑ 
32 位 13-16 13-16 16-26 

瑞萨 
8 位 24-26 20 12-16 

26 26 35-40 ↑ 
↑ 

32 位 24-26 20 12-16 → 

意法半导体 
8 位 20-25 8-10  

 
  

↑ ↑ 
32 位 12 8-12 26 20-26 20-26 

英飞凌 
8 位 14-16 14-16 26-28 

45 45 45 ↑ → 
32 位 20-24 15-16 22-28 

微芯 
8 位 12-14 10-12 16-38 30-55 30-55 52+ 

↑ ↑ 
32 位 12-16 10-12 16-38 40-55 40 52+ 

存储 

微芯 

Nor Flash 8-16 8-16 8-16 12-24 16-24 20-52 
↑ 

↑ 

EEPROM 6-12 6-12 6-12 12-52 12-52 26-52 
→ 

EPROM 6-14 6-14 8-20 12-20 12-20 12-26 → 

英飞凌 

SRAM 6-16 6-16 8-28 12-40 12-40 12-40 → 

↑ Nor Flash 10-18 8-14 10-18 20-52 20-52 32-52 ↑ 

FRAM&NVSRAM 6-12 6-12 15-28 16-36 16-36 16-36 → 

三星 

PC DRAM  12-14 10-14 52-54 52-54 

52-54 

→ → 

Memory Modules  14-16 14-16 52-54 52-54 
↑ ↑ 

eMMC  14-16 12-14 52-54 52-54 

SSD  14-16 14-16 52 52 → → 

功 率

器件 
英飞凌 

低压 Mosfet 39-52 10-30 16-39 39-52 39-52 42-52 
→ 

↑ 

高压 Mosfet 39-52 16-26 18-22 26-40 26-40 36-52 

IGBT 39-52 18-30 18-26 39-50 39-50 39-50 

↑ 

宽带隙 Mosfet   24-30 36-50 36-50 36-50 

数字晶体管   10-16 12-52 12-52 
12-52 

通用晶体管   12-18 12-52 12-52 

军用-航空晶体管   20-40 30-50 30-50 30-50 
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安世半导体 

低压 Mosfet 36-52 8-20 12-26 42-52 42-52 42-52 

↑ 

↑ 

ESD 12-26 12-26 6-14 16-50 16-50 16-50 

肖特基二极管 16-52 4-8 8-16 16-52 16-52 

16-52 

开关二极管 16-52 4-8 12-30 16-52 16-52 

小信号 Mosfet 20-52 4-8 8-14 16-52 16-52 

齐纳二极管 13-52 4-8 8-14 16-52 16-52 

双极晶体管   8-16 16-52 16-52 

数字晶体管 13-52 4-8 8-16 16-52 16-52 

通用晶体管 13-52 4-8 8-16 16-52 16-52 

逻辑器件 8-12 8-12 20 40-50 40-50 40-50 → 

安森美半导体 

低压 Mosfet 39-52 8-16 18-30 42-52 42-52 42-52 

↑ 

↑ 

ESD 14-16 14-16 8-20 20-50 20-50 20-50 

宽带隙 Mosfet   24-34 36-50 36-50 36-50 

肖特基二极管 16-40 6-12 12-30 16-52 16-52 16-52 

整流器 18-42 5-15 12-39 8-52 8-52 20-43 → 

开关二极管 16-40 6-12 12-30 16-52 16-52 

16-52 
↑ 

小信号 Mosfet 18-40 8-16 12-30 16-52 16-52 

齐纳二极管 12-40 6-12 12-40 16-52 16-52 

双极晶体管 12-40 8-12 10-30 16-52 16-52 

数字晶体管 14-40 6-12 10-30 16-52 16-52 

通用晶体管 12-50 6-12 10-30 16-52 16-52 

逻辑器件 20 4-20 30-50 30-50 30-50 30-50 

意法半导体 

低压 Mosfet 38-42 12-30 18-26 42-52 42-52 42-52 

↑ 

↑ 

高压 Mosfet 38-44 14-22 14-26 26-36 26-36 26-36 → 

IGBT 44-50 12-22 18-24 36-42 36-42 36-42 

↑ 

ESD 16-20 16-20 13-20 20-40 20-40 20-40 

宽带隙 Mosfet   30-39 42-52 42-52 42-52 

晶闸管/Triac 20-25 16-20 16-20 40-50 40-50 40-50 

TVS 二极管 8 8 14-20 30-40 30-40 30-40 

整流器 20-33 10-32 10-26 38-40 38-40 45-48 

双极晶体管 20-45 8-14 12-30 20-40 20-40 20-40 

PCB/

连 接

器 

泰科电子 

汽车连接器 26-40 16-20 16-20 30-40 30-40 30-40 ↑ → 

圆形连接器 40 40 20 28-30 28-30 28-30 

→ 

↑ 

Relays 52+ 52+ 40 36-38 36-38 36-38 

→ 

D-Sub 连接器 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

数据和电信 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

PCB 连接器 8-10 8-10 16-18 16-18 16-18 16-18 

RF 连接器 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 ↑ 

IC 插座 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
→ 

接线端子和压接端子 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 

照明连接器 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 ↑ 

Amphenol ICC 

D-Sub 连接器 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

8-10 → ↑ 

数据和电信 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

PCB 连接器 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

FFC/FPC 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 
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广濑电机 

PCB 连接器 8-12 8-12 8-12 12-14 12-14 

26 ↑ → RF 连接器  8-10 10-12 10-14 10-14 

FFC/FPC 8-12 8-12 10-12 12-14 12-14 

被动

元器

件  

村田 

滤波器 8-12 12-18 12-18 12-18 12-18 35-45 
↑ 

→ 

电感/变压器 8-10 8-10 12-20 12-20 12-20 12-20 ↑ 

表面贴装通用陶瓷电

容(低于 1uf) 
30+ 10-12 14-16 24-26 24-26 24-26 

→ 

→ 表面贴装通用陶瓷电

容(高于 1uf) *不包括

1206+尺寸 

20-38+ 10-16 16-18 4-26 30-33 30-33 

引线陶瓷电容 18-20 18-20 20-24 20-24 20-24 20-24 
→ 

专用电容 16-20 12-14 14-16 14-16 20-26 20-26 

TDK 

滤波器 12-20 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 

↑ 

↑ 
电感/变压器 12-16 12-16 14-30 14-30 14-30 16-30 

表面贴装通用陶瓷电

容(低于 1uf) 
40+ 12-20 20-24 20-22 20-22 20-22 

→ 
表面贴装通用陶瓷电

容 ( 高于 1u* 不包括

1206+尺寸) 

40+ 20-28 22-28 22-28 22-28 22-28 

薄膜电容    24-36 24-36 24-52+ 

滤波器    20-26 20-26 35-45 ↑ 

威世 

微调电阻和电位器 10-14 10-14 10-18 10-18 10-18 10-18 

↑ 
↑ 

薄膜电容 12-16 12-16 12-16 12-20 16-24 20-30 

超级电容 14-16 14-16 14-16 14-16 14-20 14-20 → 

模压钽电容  14-16 26 35-40 40-50 40-50 
→ 

↑ 

共形敷膜钽电容  42 52 14-16 14-16 14-16 → 

聚合物钽电容 12-14 14-16 20 20-30 20-30 20-30 ↑ → 

电感/変压器 52-78 20-78 10-20 12-20 40 12-20 → → 

固定电阻器  12-14 30-35 30-52 30-52 30-52 ↑ ↑ 

表面贴装通用陶瓷电

容(低于 1uf) 
20+ 18 18-20 18-20 20-30 20-30 → 

→ 
引线陶瓷电容 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 ↑ 

专用电容 10-12 10-12 12-14 12-14 12-14 12-14 → 

资料来源：Future electronics，民生证券研究院整理 

2 行业新闻 

1） 国内新增晶圆代工项目 

近日，浙江丽水经开区与晶圆代工企业浙江广芯微电子签订项目合作协议书，浙江广芯微电子

将在丽水经开区投资建设 6英寸高端特色硅基晶圆代工项目。 

值得一提的是，浙江丽水市政府将给予该项目政策支持，并已签署相关项目合作框架协议书和

投资意向书。此外，浙江广芯微电子高端特色硅基晶圆代工项目还获得了 A股上市公司民德电

子的增资参股。 

新闻链接：https://www.dramx.com/Topic/20211024-29737.html 
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2） 纳微半导体成功上市 

美东时间 10 月 20 日，GaN 功率半导体厂商 Navitas Semiconductor（“纳微半导体”）成功在

纳斯达克全球市场交易，股票代码为“NVTS”。有媒体报道称，纳微半导体的市值已超 16 亿美

元（16.17 亿美元）。 

资料显示，纳微半导体成立于 2014 年，是全球知名的氮化镓功率芯片企业。其 GaNFast 功率

芯片被应用在 130 多种型号的移动充电器中。截至 2021 年 10 月，GaNFast 电源 IC 出货量已

超过 3000 万颗。目前，纳微半导体已与全球顶级手机 OEM 厂商及 PC 设备制造商展开合作，包

括戴尔、联想、LG、小米、OPPO 等。 

新闻链接：https://www.dramx.com/Topic/20211024-29737.html 

3） 台积电拉大领先差距：推 N4P 制程，2022 年下半年完成产品设计定案 

台积电 26 日宣布推出 N4P 制程技术，成为 5 纳米技术平台之中的效能强化版本，并且加入业

界最先进且最广泛的先进制程技术家族。藉由 N5、N4、N3 以及最新的 N4P 制程，台积电提供

多样且强大的技术组合选择，协助客户实现产品的功耗、效能、面积以及成本优势。 

台积电指出， N4P 的效能较原先的 N5 增快 11%，也较 N4 增快 6%。相较于 N5、N4P 的功耗效

率提升 22%，晶体管密度增加 6%。同时，N4P 藉由减少光罩层数来降低制程复杂度且改善芯片

的生产周期。N4P 展现了台积电持续追求及投资提升制程技术的成果。 

N4P 制程技术设计可将基于 5 纳米制程的产品轻松移转，让客户能够更加善用既有资源，并且

为其 N5 产品提供更快更节能的下一世代产品。台积电完备的设计生态系统将提供 N4P 良好的

矽智财与电子设计自动化支持，公司与开放创新平台伙伴协助加速产品开发周期，采用 N4P

技术生产的首批产品预计于 2022 年下半年完成产品设计定案。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211027-29762.html 

4） 中兴通讯预计今年终端出货量超亿部，半数采用自研芯片 

10 月 25 日，中兴通讯在分析师大会上表示，中兴终端将全面聚焦 5G，进一步强化手机在移动

互联中的核心地位，持续构建全场景 5G 终端生态，预计 2021 年全年终端出货量超 1亿部，其

中 50%采用自研芯片，覆盖个人通讯、家庭、车联网、工业监控等领域。 

在今年上半年，中兴通讯消费者业务表现最为亮眼。期内，营收达到了 123.5 亿人民币，占到

公司总业务营收的 23.7%，同比增长达到 66%。 

除了芯片技术外，中兴通讯在众多核心技术领域有自己的布局和核心专利。本次会议主要提及

终端业务的核心技术有全面屏下摄像技术、计算影像技术、高精度授时/高可靠性工业互联技

术，5G 射频、网关及网络性能技术、超可靠超低延时通信关键技术，终端人机交互技术、V2X

云控平台及车联网技术等一大批技术的突破。这些核心技术突破有助于增加中兴通讯终端产品

的竞争力。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/IC/20211026-29753.html 
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5） 聚焦碳化硅领域，晶盛机电 34 亿投资新项目，小米、TCL 也出手了 

近日，晶盛机电拟募集资金 57 亿元，扣除发行费用后拟全部用于碳化硅衬底晶片生产基地项

目、12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目、年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生

产制造项目、以及补充流动资金。总投资 33.6 亿元的碳化硅衬底晶片生产基地项目无疑是晶

盛机电本次投资的重头戏。 

近日，小米长江产业基金投资了碳化硅厂商瞻芯电子，成为瞻芯电子的第四大股东，持股 6.80%。 

此外，TCL 近日也投资了一家碳化硅功率器件厂商。10 月 25 日，碳化硅功率器件厂商泰科天

润宣布，公司 D轮融资获得了某国际半导体大厂和元禾重元的联合助力，新进跟投方还包括老

股东遨问创投、新股东 TCL 创投。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/igbt/20211027-29769.html 

6） 芯片代工巨头格芯闯美股 市值或超 260 亿美元 

10月 28日，全球第三大芯片代工企业格芯登陆美股。根据格芯提交给美国证券交易委员会（SEC）

的文件中列出的流通股计算，格芯上市后市值将超过 260 亿美元，也由此成为今年美股第三大

上市交易。 

资料显示，格芯公司创立于 2009 年 3 月 2 日，总部位于美国纽约州 Malta，是一家半导体晶

圆代工公司，目前是仅次于台积电、三星电子、联电的世界第四大晶圆代工厂。不过和台积电、

三星不同的是，格芯放弃了追求高端芯片生产能力，而主要服务于相对中低端的芯片市场，后

者对汽车制造商等行业更为重要。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211029-29791.html 

7） 三星电子计划到 2026 年晶圆代工产能增加至目前的 3倍 

28 日，三星电子发布今年第三季度财报，数据显示，三星电子该季度营收 73.98 万亿韩元（约

合人民币 4030 亿元），同比增长 10%；营业利润为 15.82 万亿韩元（约合人民币 863.3 亿元），

同比增加 28.04%，创历史第二高位；净利润为 12.29 万亿韩元（约合人民币 669 亿元），同比

增长 31.3%。其中，包括芯片业务在内的设备解决方案部门营收为 35.09 万亿韩元，运营利润

为 11.58 万亿韩元；Harman 营收为 2.40 万亿韩元，运营利润为 0.15 万亿韩元。 

在当天举行的财报电话会议上，三星常务 Han Seung-hoon 表示，为最大限度地满足客户不断

增长的需求，计划到 2026 年将其代工产能增加至当前的三倍，扩大韩国平泽的生产能力，并

考虑在美国设立新工厂。 

先进制程方面，除了 2022 年上半年首批纳米产品量产计划外，三星电子预计在 2023 年生产第

二代 3纳米芯片。Han Seung-hoon 表示:“预计代工业务将通过 3 纳米 GAA 工艺确保技术领先

地位，并通过积极的投资满足需求，继续实现强劲的业绩改善。” 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211029-29790.html 
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8） 半导体初创公司芯德科技获小米、OPPO 等投资，金额超 10 亿元 

继 8月底获得小米等投资之后，近日，半导体初创公司江苏芯德半导体科技有限公司（以下简

称“芯德科技”）再次迎来了新的投资者，成功完成 A轮和 A+轮两轮融资。本次融资由金浦新

潮、君海创芯领投，小米长江产业基金、OPPO、恒信华业、国投招商及峰岭资本、晨壹基金、

国策投资等知名投资机构跟投，融资金额超十亿元。 

芯德科技成立于 2020 年 9 月，公司主要从事凸块、WB 封装、倒装封装、系统级封装、异质性

封装（2.5D/3D Chiplet）等高端封测技术以及测试（含 CP 及 FT）一站式服务，专注于高端

集成电路芯片封装、测试，以消费电子、5G 终端、物联网终端等为主要应用方向。 

据披露，芯德科技本次募集的资金将主要用于新一代封测技术的研发，加速芯德科技在更高技

术领域的布局，为未来获得广阔的市场和创新空间；其次，将用于加大先进封测设备投入、扩

充产能、满足更多的客户需求。此外，本次增资由多位产业背景股东加持，将进一步优化芯德

科技的股权结构，提升芯德产业链上下协同能力，为未来的发展壮大打下坚实基础。 

虽然仅成立一年时间，但芯德科技在半导体产业的布局已经初见成效。江苏芯德半导体科技有

限公司董事长张国栋表示，公司已经与众多国内外一线芯片设计公司展开合作和前期的沟通探

讨，后续将持续发展先进的封测核心技术，向着成为世界一流的封测企业的愿景努力奋进。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211028-29783.html 

9） 上海“十四五”规划：聚焦神经芯片、DNA 存储等数字技术重大前沿领域 

近日，上海市人民政府办公厅关于印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》的

通知。 

《通知》明确了重点领域，含括推动经济数字化转型，助力高质量发展；推动生活数字化转型，

创造高品质生活；推动治理数字化转型，实现高效能治理。 

同时，《通知》指出了重点工程，具体包括数据价值提升工程、数字技术策源工程、数字底座

赋能工程、数字规则引领工程、应用场景共建工程、转型标杆示范工程。 

新闻链接：https://www.dramx.com/News/Memory/20211027-29774.html 

3 三季报业绩高增，设计与功率板块领衔 

3.1 设计 

1） 乐鑫科技 

1.Q3 单季：实现营收 3.47 亿元，同比+33.67%（主要系：一是公司所处的物联网行业处于增

长阶段，本期销量实现增长；二是上游原材料价格上涨，公司视成本上升情况及供求关系相应

调增产品价格）；归母净利润 0.47 亿元，同比+1.22%；基本每股收益 0.58 元； 

2.前三季度：实现营收 9.78 亿元，同比 76.82%（原因同上）；归母净利润 1.48亿元，同比 83.32%。 
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2） 紫光国微 

1.Q3 单季：实现营收 14.97 亿元，同比+74.93%；归母净利润 5.82 亿元，同比+105.78%；基本

每股收益 0.96 元； 

2.前三季度：实现营收 37.90 亿元，同比-4.67%；归母净利润 14.57 亿元，同比+112.90%。 

3） 全志科技 

1.Q3 单季：实现营收 5.33 亿元，同比+13.24%；归母净利润 1.47 亿元，同比+63.45%；基本每

股收益 0.44 元； 

2.前三季度：实现营收 15.81 亿元，同比+47.85%；归母净利润 3.89 亿元，同比+121.16%。 

4） 圣邦股份 

1.Q3 单季：实现营收 6.20 亿元，同比+56.03%（主要原因系报告期公司业务增长、产品销量

增加，相应营业收入增加所致）；归母净利润 1.91 亿元，同比+86.06%；基本每股收益 0.81 元； 

2.前三季度：实现营收 15.35 亿元，同比+77.95%；归母净利润 4.51 亿元，同比+117.93%。 

5） 北京君正 

1.Q3 单季：实现营收 14.57 亿元，同比+66.85%；归母净利润 2.80 亿元，同比+2459.80%；基

本每股收益 0.60 元，同比+2,359.67%； 

2.前三季度：实现营收 37.93 亿元，同比+208.85%（主要原因：公司各产品线市场需求旺盛，

致公司营业收入保持增长。同时，北京矽成自 2020 年 5 月 31 日开始纳入合并范围，致同比变

动较大）；归母净利润 6.35 亿元，同比+2733.52%。 

6） 汇顶科技 

1.Q3 单季：实现营收 12.30 亿元，同比-40.63%；归母净利润 1.95 亿元，同比-61.23%；基本

每股收益 0.43 元，同比-61.26%（主要系净利润下降影响所致）； 

2.前三季度：实现营收 41.40 亿元，同比-19.27%；归母净利润 6.15 亿元，同比-44.06%。 

7） 思瑞浦 

1.Q3 单季：实现营收 4.06 亿元，同比+165.36%；归母净利润 1.57 亿元，同比+285.29%；基本

每股收益 1.96 元，同比+188.24%； 

2.前三季度：实现营收 8.91 亿元，同比+95.82%；归母净利润 3.12 亿元，同比+91.46%。 

营收增加主要系公司持续推进市场拓展及新产品投放，使得收入大幅增长所致；基本每股收益

增加主要系公司净利润增长所致。 

8） 兆易创新 
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1.Q3 单季：实现营收 26.89 亿元，同比+77.39%（主要原因：芯片产品市场需求增加，产品销

量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提

高。第三季度存储芯片业务收入同比增加约 6.51 亿元，增幅 63.69%；微控制器业务收入同

比增加约 5.48 亿元，增幅 221.95）；归母净利润 8.62 亿元，同比+178.47%； 

2.前三季度：实现营收 63.30 亿元，同比+99.45%（主要原因：芯片产品市场需求增加，产品

销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所

提高。累计三个季度存储芯片业务收入同比增加约 19.34 亿元，增幅 82.73%；微控制器业务

收入同比增加约 10.97 亿，增幅 222.03%；传感器业务同比增加约 1.13 亿元，增幅 33.87）；

归母净利润 16.48 亿元，同比+144.92%。 

9） 瑞芯微 

1.Q3 单季：实现营收 6.79 亿元，同比+23.07%（系芯片销售收入增加所致）；归母净利润 1.43

亿元，同比+49.45%；基本每股收益 0.34 元，同比+ 44.38%（主要系营业收入增加，净利润增

长所致）； 

2.前三季度：实现营收 20.57 亿元，同比+67.86%；归母净利润 4.08 亿元，同比+116.16%。 

10） 芯朋微 

1.Q3 单季：实现营收 2.09 亿元，同比+69.27%（主要系公司积极开拓白电、快充、工业客户，

产品结构优化和销量增长所致）；归母净利润 0.59 亿元，同比+115.14%；基本每股收益 0.52

元，同比+ 92.59%（主要系公司净利润比上年同期增加）； 

2.前三季度：实现营收 5.36 亿元，同比+91.49%；归母净利润 1.29 亿元，同比+117.72%。 

11） 澜起科技 

1.Q3 单季：实现营收 8.68 亿元，同比+129.16%（主要原因：一是津逮服务器平台产品线本报

告期收入较上年同期增长 43 倍，二是互连类芯片产品线本报告期收入较上年同期增长 

16.35%）；归母净利润 2.05 亿元，同比-25.93%；基本每股收益 0.18 元，同比-25.00%； 

2.前三季度：实现营收 15.93 亿元，同比+8.46%；归母净利润 5.12 亿元，同比-41.62%；基本

每股收益 0.45 元，同比-42.31%（主要是由于公司本年度前三季度净利润较上年同期减少）。 

12） 国科微 

1.Q3 单季：实现营收 9.24 亿元，同比+404.72%；归母净利润 1.92 亿元，同比+783.27%；基本

每股收益 1.06 元，同比+775.08%； 

2.前三季度：实现营收 18.76 亿元，同比+398.75%（主要系本报告期多个产品线收入增加较多

所致）；归母净利润 1.81 亿元，同比+11918.10%；基本每股收益 1.01 元，同比+11,740.00%。 

13） 芯海科技 
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1.Q3 单季：实现营收 1.88 亿元，同比+99.50%；归母净利润 0.36 亿元，同比+129.21%；基本

每股收益 0.36 元，同比+71.43%（主要系公司营收规模增长、管理效率提升致净利润增长所致）； 

2.前三季度：实现营收 4.63 亿元，同比+82.39%；归母净利润亿 0.83 元，同比+36.63%。 

营收增加原因：2021 年 1-9 月实现销售收入 46,270.48 万元，较去年同期增长 82.39%；主

要系因为 2021 年行业景气度高、需求持续旺盛，各产品线均实现增长：1、模拟信号链芯片，

在工业测量、环境测量、锂电管理等方面保持持续快速增长；2、MCU 芯片，高性能 32 位 

MCU 持续快速增长，在手机、工业控制、高端消费等领域持续快速增长；3、健康测量 AIOT 

芯片，健康测量设备及鸿蒙等生态系统物联网智能设备需求持续稳定增长。 

3.2 封测 

1） 长电科技 

1.Q3 单季：实现营收 80.99 亿元，同比+19.32%；归母净利润 7.93 亿元，同比+99.40%；基本

每股收益 0.45 元（主要系：1、国内外客户需求强劲，订单饱满。同时，各工厂持续调整产品

结构，降本增效，毛利率得到有效提升；2、公司严格控制各项营运费用，不断优化财务结构，

降低财务费用。同时，公司完成非公开发行 A 股，致加权平均股数上升）； 

2.前三季度：实现营收 219.17 亿元，同比+16.81%；归母净利润 21.16 亿元，同比+176.84%。 

2）深科技  

1.Q3 单季：实现营收 43.13 亿元，同比+19.15%；归母净利润 2.44 亿元，同比-4.04%；基本每

股收益 0.16 元；主要系公司存储芯片封测业务订单饱满，产能满负荷运转，出货量同比大幅

增长且预计还会持续提升； 

2.前三季度：实现营收 122.68 亿元，同比+13.18%；归母净利润 5.17 亿元，同比+15.92%。 

3) 华天科技 

1.Q3 单季：实现营收 32.49 亿元，同比+47.49%（主要为本报告期订单饱满，生产经营规模扩

大所致）；归母净利润 4.15 亿元，同比+130.22%；基本每股收益 0.15 元； 

2.前三季度：实现营收 88.67 亿元，同比+49.85%；归母净利润 10.28 亿元，同比+129.78%。 

3.3 设备 

1） 晶盛机电 

1.Q3 单季：实现营收 17.04 亿元，同比+67.94%；归母净利润 5.10 亿元，同比+106.10%；基本

每股收益 0.40 元，同比+105.26%； 

2.前三季度：实现营收 39.91 亿元，同比+60.61%（主要系销量增加，销售收入增加）；归母净

利润 11.10 亿元，同比+111.97%；基本每股收益 0.86 元，同比+109.76%。 
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2） 北方华创 

1.Q3 单季：实现营收 25.65 亿元，同比+54.65%；归母净利润 3.48 亿元，同比+144.16%；基本

每股收益 0.70 元，同比+143.39%； 

2.前三季度：实现营收 61.73 亿元，同比+60.95%（主要原因是：销售订单、生产规模较上期

增加）；归母净利润 6.58 亿元，同比+101.57%（主要原因是：收入增幅大于成本费用的增幅）。 

3） 芯源微：  

1.Q3 单季：实现营收 1.96 亿元，同比+31.32%；归母净利润 0.18 亿元，同比-53.17%；基本每

股收益 0.21 元；主要系半导体行业景气度持续向好,公司收入规模持续增长所致。 

2.前三季度：实现营收 5.47 亿元，同比+158.20%；归母净利润 0.53 亿元，同比+18.80%。 

4） 中微公司 

1.Q3 单季：实现营收 7.34 亿元，同比+47.45%（主要系：（1）受益于半导体设备市场发展及

公司产品竞争优势，7-9 月刻蚀设备收入为 4.94 亿元，较去年同期增长约 132.43%，（2）由

于下游市场原因以及本年新签署的  Mini-LED MOCVD 设备规模订单尚未发货，7-9 月

MOCVD 设备收入为 0.84 亿元，较去年同期下降约 46.29%）；归母净利润 1.45 亿元，同比

-8.02%；基本每股收益 0.22 元，同比-25.47%； 

2.前三季度：实现营收 20.73 亿元，同比+40.40%（主要系：（1）受益于半导体设备市场发展

及公司产品竞争优势，1-9 月刻蚀设备收入为 13.52 亿元，较去年同期增长约 99.01%，毛利

率达到 43.97%；（2）由于下游市场原因以及本年新签署的 Mini-LED MOCVD 设备规模订单

尚未发货，2021 年 1-9 月 MOCVD 设备收入为 3.04 亿元，较去年同期下降约 24.27%，但 

MOCVD 设备的毛利率达到 32.21%，较去年同期有大幅度提升。2021 年 1-9 月新签订单金

额达 35.2 亿元，同比增长超过 110%）；归母净利润 5.42 亿元，同比+95.66%；基本每股收益

0.96 元，同比+84.62%。 

3.4 材料 

1）南大光电 

1.Q3 单季：实现营收 2.66 亿元，同比+58.83%；归母净利润 0.38 亿元，同比增长 3412.09%；

基本每股收益 0.10 元，同比+3,414.81%； 

2.前三季度：实现营收 7.09 亿元，同比+65.11%（主要原因是：公司产品市场需求增长）；归

母净利润 1.24 亿元，同比增长 38.58%。 

2）天华超净 

1.Q3 单季：实现营收 8.91 亿元，同比+ 194.96%；归母净利润 2.38 亿元，同比增长 464.56%；

基本每股收益 0.41 元，同比+ 412.50%； 
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2.前三季度：实现营收 23.22 亿元，同比+ 118.26%（主要系本期天宜锂业并表）；归母净利润

5.50 亿元，同比增长 139.51%；基本每股收益 0.97 元，同比+ 130.95%。 

3）立昂微 

1.Q3 单季：实现营收 7.25 亿元，同比+ 88.65%；归母净利润 1.95 亿元，同比增长 257.31%；

基本每股收益 0.49 元，同比+ 226.08%； 

2.前三季度：实现营收 17.53 亿元，同比+ 69.76%（主要系行业景气度提升，市场需求旺盛，

公司主要产品产销量大幅提升、产品结构优化及涨价因素）；归母净利润 4.04 亿元，同比增长

208.91%；基本每股收益 1.01 元，同比+ 180.56%。 

4）康强电子 

1.Q3 单季：实现营收 6.04 亿元，同比+ 42.91%；归母净利润 0.53 亿元，同比增长 169.64%；

基本每股收益 0.14 元，同比+ 180.00%； 

2.前三季度：实现营收 16.61 亿元，同比+ 54.01%（主要系市场需求增加所致）；归母净利润

1.24 亿元，同比增长 73.60%；基本每股收益 0.33 元，同比+ 73.68%。 

3.5 功率 

1）华微电子 

1.Q3 单季：实现营收 6.09 亿元，同比+ 40.81%；归母净利润 0.35 亿元，同比增长 6031.25%；

基本每股收益 0.03 元，同比+ 4,900.00%； 

2.前三季度：实现营收 16.00 亿元，同比+ 29.52%（主要系市场需求旺盛，销售量上升，销售

收入增加）；归母净利润 0.62 亿元，同比增长 222.53%；基本每股收益 0.06 元，同比+ 200.00%。 

2）士兰微 

1.Q3 单季：实现营收 19.14 亿元，同比+ 51.98%；归母净利润 2.97 亿元，同比增长 2075.21%；

基本每股收益 0.22 元，同比+ 2,100.00%； 

2.前三季度：实现营收 52.22 亿元，同比+ 76.18%（主要系体行业景气度持续向好，功率半导

体等芯片国产替代加速，公司在特色工艺平台建设、新产品开发、战略级大客户合作等方面不

断取得突破，加快产品结构调整，积极扩大产能，集成电路和分立器件等产品出货量持续增长）；

归母净利润 7.28 亿元，同比增长 1543.39%；基本每股收益 0.551 元，同比+ 1,520.59%。 

3）派瑞股份 

1.Q3 单季：实现营收 0.65 亿元，同比+ 248.79%；归母净利润 0.30 亿元，同比增长 334.68%；

基本每股收益 0.0940 元，同比+ 335.19%； 

2.前三季度：实现营收 1.36 亿元，同比+ 26.10%；归母净利润 0.41 亿元，同比增长 47.09%；

基本每股收益 0.1296 元，同比+ 30.78%。 
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4）新洁能 

1.Q3 单季：实现营收 4.22 亿元，同比+ 49.84%；归母净利润 1.36 亿元，同比增长 198.78%；

基本每股收益 0.96 元，同比+ 123.26%； 

2.前三季度：实现营收 10.99 亿元，同比+ 65.05%（主要系公司产品供不应求，销售规模扩大）；

归母净利润 3.11 亿元，同比增长 207.83%；基本每股收益 2.19 元，同比+ 130.87%。 

5）苏州固锝 

1.Q3 单季：实现营收 7.41 亿元，同比+ 48.73%；归母净利润 0.70 亿元，同比增长 150.42%；

基本每股收益 0.0862 元，同比+ 125.07%； 

2.前三季度：实现营收 19.49 亿元，同比+ 59.72%；归母净利润 1.85 亿元，同比增长 148.23%；

基本每股收益 0.2351 元，同比+ 129.81%。 

表2: 2021 年三季度半导体公司业绩（亿元） 

板块 公司代码 公司名称 21Q3 营业收入 YoY QoQ 21Q3 归母净利润 YoY QoQ 

设计 

603501.SH 韦尔股份 58.66 -1.01% -5.93% 12.75 73.11% 6.00% 

603986.SH 兆易创新 26.89 77.39% 32.02% 8.62 178.47% 78.05% 

300782.SZ 卓胜微 11.24 15.33% -4.43% 5.13 40.65% -1.80% 

002049.SZ 紫光国微 14.97 74.93% 11.73% 5.82 105.87% 5.44% 

688008.SH 澜起科技 8.68 129.16% 104.32% 2.05 -25.93% 17.77% 

603160.SH 汇顶科技 12.30 -40.63% -17.49% 1.95 -61.23% -26.14% 

300661.SZ 圣邦股份 6.20 56.03% 18.86% 1.91 86.06% 3.03% 

002180.SZ 纳思达 51.18 2.08% 1.33% 2.49 343.11% 18.09% 

688099.SH 晶晨股份 12.32 50.23% 14.81% 2.52 411.68% 57.30% 

603893.SH 瑞芯微 6.79 23.07% -16.57% 1.43 49.45% -6.75% 

300327.SZ 中颖电子 4.08 42.05% 7.34% 1.15 104.05% 35.21% 

600171.SH 上海贝岭 4.95 40.47% -16.17% 1.15 169.71% -54.61% 

300223.SZ 北京君正 14.57 66.85% 14.94% 2.80 2459.80% 19.47% 

300458.SZ 全志科技 5.33 13.24% -2.46% 1.47 63.45% -5.76% 

688536.SH 思瑞浦 4.06 165.36% 27.91% 1.57 285.29% 26.96% 

300613.SZ 富瀚微 5.62 465.98% 11.08% 1.30 / 25.43% 

603068.SH 博通集成 2.79 21.43% -1.92% 0.17 107.73% -27.52% 

688018.SH 乐鑫科技 3.47 33.67% -3.51% 0.47 1.22% -30.91% 

300672.SZ 国科微 9.24 404.72% 71.08% 1.92 783.27% / 

300077.SZ 国民技术 3.29 209.02% 79.05% 0.48 85.61% -18.96% 

300183.SZ 东软载波 2.60 18.23% 73.86% 0.38 -8.02% 137.35% 

688521.SH 芯原股份-U 6.48 73.72% 19.79% 0.24 / 5.44% 

688508.SH 芯朋微 2.09 69.27% 13.79% 0.59 115.14% 44.33% 

688123.SH 聚辰股份 1.28 -12.84% -2.55% 0.17 -76.90% -65.80% 

300139.SZ 晓程科技 0.61 20.84% 13.06% 0.79 11539.41% 1173.01% 

688595.SH 芯海科技 1.88 99.50% 10.02% 0.36 129.21% -29.23% 

688286.SH 敏芯股份 0.77 -25.03% -22.38% -0.02 -112.74% -130.33% 

000670.SZ *ST 盈方 7.94 1243.22% 16.16% 0.05 / / 

300053.SZ 欧比特 1.91 -7.41% 1.25% 0.11 -37.71% -26.96% 

300671.SZ 富满电子 3.31 26.44% -43.32% 1.69 355.24% -33.80% 
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600198.SH *ST 大唐 1.82 -22.31% -5.78% -0.36 / 191.98% 

688256.SH 寒武纪-U 0.85 20.22% -16.90% -2.38 / / 

688368.SH 晶丰明源 7.59 135.47% 15.36% 2.38 1062.70% -10.78% 

688589.SH 力合微 0.61 98.63% -38.20% 0.01 / -92.26% 

688608.SH 恒玄科技 4.98 50.22% 12.44% 1.05 54.05% -4.03% 

688699.SH 明微电子 4.53 227.95% 8.81% 2.97 908.07% 25.52% 

封测 

002156.SZ 通富微电 41.14 49.60% 7.67% 3.02 101.03% 23.49% 

002185.SZ 华天科技 32.49 47.49% 7.53% 4.15 130.22% 25.53% 

600584.SH 长电科技 80.99 19.32% 13.96% 7.93 99.40% -15.22% 

600667.SH 太极实业 59.24 40.38% 1.48% 2.01 0.14% -26.10% 

603005.SH 晶方科技 3.85 24.57% 5.37% 1.46 30.04% 3.87% 

688216.SH 气派科技 2.28 43.15% 6.69% 0.41 45.17% -13.69% 

000021.SZ 深科技 43.13 19.15% 4.46% 2.44 -4.04% 234.07% 

688135.SH 利扬芯片 1.12 116.86% 24.71% 0.38 939.09% 51.53% 

设备 

002371.SZ 北方华创 25.65 54.65% 17.40% 3.48 144.16% 46.54% 

603690.SH 至纯科技 3.62 51.68% -47.48% 0.38 -27.72% -50.06% 

688012.SH 中微公司 7.34 47.45% -0.15% 1.45 -8.02% -43.90% 

688200.SH 华峰测控 3.13 188.08% 49.95% 1.63 243.80% 33.84% 

300316.SZ 晶盛机电 17.04 67.94% 23.87% 5.10 106.10% 59.93% 

300604.SZ 长川科技 3.95 117.37% 4.47% 0.40 341.02% -11.47% 

688037.SH 芯源微 1.96 31.32% -17.36% 0.18 -53.17% -36.93% 

688630.SH 芯碁微装 1.05 114.31% 0.56% 0.20 42.34% -33.47% 

材料 

002119.SZ 康强电子 6.04 42.91% 3.70% 0.53 169.64% 10.38% 

300236.SZ 上海新阳 2.75 47.17% 18.86% -0.23 -115.34% -121.96% 

003026.SZ 中晶科技 1.29 87.62% 28.90% 0.41 72.39% 7.76% 

300346.SZ 南大光电 2.66 58.83% 14.85% 0.38 3412.09% -10.37% 

300390.SZ 天华超净 8.91 194.96% 16.68% 2.38 464.56% 42.81% 

300666.SZ 江丰电子 4.00 28.23% -1.45% 0.35 -49.91% -19.58% 

300706.SZ 阿石创 1.88 72.66% 30.84% 0.06 -0.24% 28.05% 

300842.SZ 帝科股份 8.30 61.41% 12.66% 0.24 -23.26% -36.62% 

600206.SH 有研新材 46.42 27.54% 16.53% 0.70 -15.59% -12.95% 

603931.SH 格林达 2.00 25.75% 24.25% 0.39 30.36% 23.43% 

605358.SH 立昂微 7.25 88.65% 27.88% 1.95 257.31% 46.61% 

688126.SH 沪硅产业-U 6.44 42.36% 9.56% -0.05 -105.73% -104.81% 

688233.SH 神工股份 1.45 113.03% 21.25% 0.69 79.49% 13.61% 

300398.SZ 飞凯材料 6.84 32.81% 6.98% 1.02 72.52% 2.61% 

688019.SH 安集科技 1.88 60.34% 14.54% 0.25 -61.04% -64.55% 

688268.SH 华特气体 3.47 32.94% -1.83% 0.37 18.94% -2.50% 

688106.SH 金宏气体 4.55 29.56% 6.67% 0.39 -35.49% -20.03% 

688138.SH 清溢光电 1.59 30.83% 36.39% 0.10 -55.47% 27.30% 

功率 

603290.SH 斯达半导 4.78 89.85% 21.28% 1.13 110.54% 42.57% 

688187.SH 时代电气 32.28 -25.10% - 5.07 -37.32% - 

600460.SH 士兰微 19.14 51.98% 4.37% 2.97 2075.21% 15.42% 

688396.SH 华润微 24.73 35.44% 2.60% 6.16 117.26% -7.74% 

605111.SH 新洁能 4.22 49.84% 17.10% 1.36 198.78% 37.18% 

300373.SZ 扬杰科技 11.61 64.24% 2.09% 2.20 86.59% 16.83% 

300623.SZ 捷捷微电 4.94 74.25% 1.58% 1.49 94.11% 7.27% 
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300046.SZ 台基股份 1.03 43.12% 16.96% 0.23 81.93% 36.29% 

600745.SH 闻泰科技 138.77 -4.32% 8.60% 8.09 45.06% 39.29% 

600360.SH 华微电子 6.09 40.81% 15.64% 0.35 6031.25% 124.16% 

300831.SZ 派瑞股份 0.65 248.79% 21.12% 0.30 334.68% 173.66% 

002079.SZ 苏州固锝 7.41 48.73% 14.61% 0.70 150.42% 8.23% 

资料来源：wind，民生证券研究院 

4 投资建议 

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业： 

1）设计：看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的，建议关注韦尔股份、兆易创新、卓胜微、

富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等； 

2）功率：产能紧张&涨价持续，高景气趋势仍将持续。建议关注斯达半导、士兰微、中车时代

电气、华润微、扬杰科技、新洁能、闻泰科技、捷捷微电等； 

3）设备：景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产，建议关注北方华创、

芯源微、华峰测控、中微公司、芯碁微装等； 

4）材料：建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等； 

5）代工：产能持续满载+国产替代，建议关注中芯国际、华虹半导体； 

6）封测：产能持续满载，建议关注长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。 

代码 重点公司 
现价 EPS PE 

评级 
10 月 29 日 2020A 2021E 2022E 2020A 2021E 2022E 

603501.SH 韦尔股份 266 3.11 5.19 7.36 85 51 36 推荐 

603986.SH 兆易创新 170 1.32 2.92 4.21 128 58 40 推荐 

300782.SZ 卓胜微 309 3.22 6.51 8.70 96 47 36 推荐 

300671.SZ 富满微 82 0.49 4.85 7.08 166 17 12 推荐 

688608.SH 恒玄科技 226 1.65 4.33 5.82 137 52 39 推荐 

688595.SH 芯海科技 97 0.89 1.12 2.26 109 87 43 推荐 

300661.SZ 圣邦股份 324 1.23 2.38 3.23 264 136 100 NA 

688536.SH 思瑞浦 774 2.30 4.46 6.54 337 174 118 NA 

688018.SH 乐鑫科技 164 1.30 3.53 4.86 126 46 34 推荐 

603160.SH 汇顶科技 102 3.62 2.48 3.40 28 41 30 推荐 

600460.SH 士兰微 62 0.05 0.67 0.86 1292 92 72 推荐 

688396.SH 华润微 62 0.73 1.88 2.19 85 33 28 推荐 

300373.SZ 扬杰科技 51 0.74 1.41 1.76 69 36 29 NA 

603290.SH 斯达半导 400 1.13 2.18 3.03 354 184 132 推荐 

605111.SH 新洁能 146 0.98 2.78 3.25 148 52 45 推荐 

688187.SH 时代电气 54 1.75 1.60 2.04 31 34 26 推荐 

盈利预测与财务指标 
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600745.SH 闻泰科技 110 1.94 2.68 3.64 57 41 30 推荐 

300623.SZ 捷捷微电 31 0.38 0.68 0.88 80 45 35 NA 

002371.SZ 北方华创 371 1.08 1.70 2.42 344 219 153 NA 

688200.SH 华峰测控 601 3.25 6.70 9.67 185 90 62 推荐 

688012.SH 中微公司 156 0.80 0.90 1.15 196 173 136 推荐 

688037.SH 芯源微 197 0.58 1.10 1.99 339 180 99 推荐 

688630.SH 芯碁微装 53 0.59 0.92 1.27 90 58 42 推荐 

002409.SZ 雅克科技 76 0.87 1.28 1.72 87 60 44 推荐 

688019.SH 安集科技 237 2.89 2.84 3.97 82 83 60 NA 

300666.SZ 江丰电子 40 0.65 0.76 0.99 62 53 40 NA 

603650.SH 彤程新材 55 0.69 0.85 1.09 79 65 50 推荐 

688268.SH 华特气体 69 0.89 1.28 1.70 78 54 40 推荐 

688106.SH 金宏气体 22 0.41 0.53 0.66 53 41 33 推荐 

300054.SZ 鼎龙股份 20 -0.17 0.31 0.44 -118 65 46 NA 

688981.SH 中芯国际 55 0.55 1.32 1.46 100 42 38 推荐 

1347.HK 华虹半导体 39 0.57 0.94 1.17 69 42 33 NA 

600584.SH 长电科技 31 0.73 1.37 1.63 42 23 19 NA 

002156.SZ 通富微电 20 0.25 0.64 0.89 79 31 22 推荐 

000021.SZ 深科技 15 0.55 0.54 0.67 27 27 22 推荐 

002185.SZ 华天科技 13 0.26 0.46 0.56 50 28 23 NA 

资料来源：Wind、民生证券研究院 

注：韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、汇顶科技、士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、时代电气、

闻泰科技、华峰测控、中微公司、芯源微、芯碁微装、雅克科技、彤程新材、华特气体、金宏气体、中芯国际、通富微电、深科技采用民生证

券预测值，其他公司采用 wind 一致预期。 

5 风险提示 

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不

及预期。
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民生证券研究院： 

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F； 200120 

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层； 100005 

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001 
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